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本研究係利用鑄造熔接技術將SK3過共析鋼與銅複合接著, 並觀察爐冷、空泠、油淬及水淬之連續冷卻處理前後SK3過共析鋼及SK3過共析鋼與銅界面層之顯微結構。經實驗觀察得知, 複合後在界面產生鑄造熔接層, 共厚度不隨熱處理而改變, 經由熱處理後, 在界面另外產生中間層及不規則層, 其中間層厚度係隨泠卻速率增加而減少, 而不規則層則不隨泠卻速率而改變。在鑄造熔接及熱處理過程, 僅鐵往銅進行單方向擴散, 此係由於靠近界面之鐵組織具高含碳量, 阻止銅往鐵進行擴散行為。SK3過共析鋼熱處理後之內部顯微組織, 爐泠為球狀雪明碳鐵分佈於肥粒鐵基地, 空泠為中波來鐵及過飽和碳化合物, 油淬為細波來鐵、麻田散鐵及肥粒鐵, 水淬為麻田散鐵及過飽和碳化合物。經空泠、油淬及水淬後, 在靠近鑄造熔接層有高濃度的含碳量, 鄰近此處發現有一脫碳之帶狀肥粒鐵區域, 其寬度以空泠、油淬及鑄造熔接狀態為最大, 水淬次之, 而爐泠則為均勻組織較不明顯,另外, 僅空泠在此帶狀區域有波來鐵存在。

